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International Standard IEC 62779-2 has been prepared by IEC technical committee 47:
Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/2268/FDIS 47/2278/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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A list of all parts in the IEC 62779 series, published under the general title Semiconductor
devices — Semiconductor interface for human body communication, can be found on the IEC
website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

e reconfirmed,
e withdrawn,

e replaced by a revised edition, or

e amehded.
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INTRODUCTION

The IEC 62779 series is composed of three parts as follow:

IEC 62779-1 defines general requirements of a semiconductor interface for human body
communication. It includes general and functional specifications of the interface.

IEC 62779-2 defines a measurement method on electrical performances of an electrode
that constructs a semiconductor interface for human body communication.

IEC 62779-3 defines functional type of a semiconductor interface for human body
communication, and operational conditions of the interface.
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SEMICONDUCTOR DEVICES - SEMICONDUCTOR INTERFACE
FOR HUMAN BODY COMMUNICATION -

Part 2: Characterization of interfacing performances

1 Scope

This part of IEC 62779 defines a measurement method on electrical performances of an
electrode that composes a semiconductor Interface for human body communication-(fiBC). In
the medsurement method, a signal transmitter is electrically isolated from a signal reegiver, so
an isolation condition between the transmitter and receiver is maintained~to a

measur
specific

HBC us
body: a
formed
inside t
through

btions of the measurement method.

es the body of a user as a transmission medium using near-field coupling in
signal transmitter and receiver are coupled with each other-through a near fiel

urately

the electrode’s performances. This part includes general nand functional

side the
d that is

inside the human body and air. The intensity of the néar’field is strong egpecially

ne body due to high dielectric constant of the body, «so.'a data signal is tra
the human body by modulating the near field. A sighal transmitter and rec

smitted
iver for

HBC inglude an internal ground respectively, and, in mostHBC applications, the groynds are

separat
data trq
importa

receivel| for an accurate measurement of the electrode’s performances. This part d
measur¢ment method to measure electrical performances of an electrode while the

degree

NOTE 1

NOTE 2
a modula
HBC appl

2 Noi

The foll
For datd
of the re

None.

3 Ter

For the

nt to maintain the coupling degree between grounds of a signal transmi

between grounds of a signal transmitter and receiver is maintained.

HBC semiconductor interface consists~of an electrode and analog front end.

General analog and digital modulation techniques can be used to modulate a near field used in
ion technique to be used is determined according to required performances for a data transmisg
cation.

mative references

pwing referenced documents are indispensable for the application of this do
d references, only the edition cited applies. For undated references, the lates
ferenced-document (including any amendments) applies.

bd from each other as maintaining the coupling cendition through the air. Qudlity of a
Insmission strongly depends on a coupling degree between the grounds; hence, it is

ter and
bfines a
coupling

HBC, and
ion and a

cument.
t edition

ms, definitions and letter symbols

purposes of this document, the following terms and definitions apply.

3.1 General terms

3.1.1

electrode
physical structure to transmit an electrical signal between an analog front end and the human
body while attached to or located near the human body

Note 1 to

end.

entry: An electrode transfers an electrical signal to be transmitted to a non-metallic transmission
channel, the human body. It also transfers an electrical signal received from the human body to the analog front
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Note 2 to entry: electrode can have an adhesive material on its surface like a disposable ECG electrode to be
attached itself to the human body; or a metal surface for a simple implementation. In the case of a metal surface,
an electrode makes contact with the human body by attaching it to the human body using an attachment aid like a
rubber band; or simply touching it with the hand.

[SOURCE: IEC 62779-1: 3.1.1, modified — Note 2 to entry has been added.]

3.1.2

transmitter module

circuit module that generates a pulse signal to be transmitted to the human body through an
electrode for measurement of the electrode’s performances; and a synchronization signal of
an optical type to be transmitted through an optical cable for synchronization of the pulse
signal transmitted through the human body

Note 1 to|entry: A transmitter module includes a signal amplifier to amplify the transmitting pulsepsigfjal; and a
signal filler to remove a signal component causing an interference to other measurement‘\modules and
measurement equipment.

3.1.3
receivef module

circuit CToduIe that processes a pulse signal received from the human body thrqugh an
electrode to increase signal quality for measurement of the electrode’s’performances

Note 1 to|entry: A receiver module includes a signal amplifier to amplify the ‘received pulse signal; an{l a signal
filter to remove a noise or interference signal from the received pulse signal.

314
synchronization module
circuit module that transforms a synchronization signal transmitted through an optical cable
into an glectrical signal; and generates a trigger signal using the transformed synchragnization
signal t¢ trigger measurement equipment

Note 1 to|entry: A synchronization module includes’an optical transceiver to transform an optical signpl into an
electrical signal or vice versa.

3.1.5
pulse sjgnal
electrical signal that is generated in the transmitter module and then transmitted to thg human
body thfough an electrode 4o measure the electrode’s performances while having a|specific
pulse-w|dth to include a,sighal component at frequency bands over which the perfolmances
are to bp measured

Note 1 tolentry: Figure.? shows a pulse signal and its related terms.
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Figure 1 — Pulse signal
Note 2 tolentry: A pulse signal has a short pulse-width to include a signal component at a wide-frequency band.

3.1.6

synchronization signal

electrical signal that is synchronized to the pulse signal and then transformed into an optical
signal to be transmitted to a synchronization module through an optical cable for the purpose
of synchronization between the transmitter and receiver modules

Note 1 to entry: Figure 2 shows a synchronization signal and its related terms.
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3.2 Slighal characteristics

3.21

Figure 2 — Synchronization signal

pulse amplitude

PA

peak amplitude of pulse signal in volts

3.2.2
pulse period
PP

time period of periodic pulses in seconds

3.2.3
undershoot
Us

minimum amplitude in volts during transient period of a falling signal
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3.24

pulse width

PW,

time interval in seconds between points at which a pulse signal has 10 % value of pulse
amplitude

3.2.5

rising time

RT

time interval in seconds required for a pulse signal to rise from 10 % value of pulse amplitude
to 90 % value

3.2.6
falling fime
FTp
time intgrval in seconds required for a pulse signal to fall from 90 % value of\pulse amplitude
to 10 %|value

3.2.7
settling time of falling
STFp
maximum time interval in seconds required for a pulse signald¢o~fall from 90 % value pf pulse
amplitude to 10 % or =10 % value during transient period of a(falling signal

3.2.8
pulse amplitude
PAg
peak anplitude of a synchronization signal in volts after transient period of a rising sighal

3.2.9
overshoot
oS,
differential amplitude in volts from pulse amplitude to peak amplitude during transient period
of a rising signal

3.2.10
undershoot
Usg
minimurn amplitude.inwolts during transient period of a falling signal

3.2.11

pulse Width

PW,

time intervatin—secondsbetween puillto at-which—a OyllbhlUII;Lat;UII o:yna: has—16-%—value of

pulse amplitude

3.2.12

rising time

RT,

time interval in seconds required for a synchronization signal to rise from 10 % value of pulse
amplitude to 90 % value

3.2.13

falling time

FTg

time interval in seconds required for a synchronization signal to fall from 90 % value of pulse
amplitude to 10 % value
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3.2.14

settling time of rising

STR,

maximum time interval in seconds required for a synchronization signal to rise from 10 %
value of pulse amplitude to 110 % or 90 % value during transient period of a rising signal

3.2.15

settling time of falling

STF,

maximum time interval in seconds required for a synchronization signal to fall from 90 % value
of pulse amplitude to 10 % or —10 % value during transient period of a falling signal

3.3 Lptter symbols
For the purposes of this document, the letter symbols given in Table 1 apply.
Table 1 — Letter symbols
Name and designation Letter symbol

Pulse amplitude PAp
Pulse period PPp
Undershoot USp
Pulse width PWp
Rising time RTp
Falling time FTp
Settling time of falling STF,
Pulse amplitude PA
Overshoot (OAN
Undershoot US,
Pulse width PW
Rising time RT
Falling time FT,
Settling time of rising STR,
Settling time of falling STF

4 Measurement of electrical performances of electrode

4.1 Measurement setup

A measurement setup as shown in Figure 3 is applied to measure interface performances
while maintaining a coupling degree between grounds inside a signal transmitter and receiver.
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Pulse signal Receiving signal

SP

Measurement
equipment
leooeo ool
EC

Key

™ Transmitter module RM Receiver module

SM Synchronization module oC Optical cable

SP Signal probe ET Electrode

Figure 3 — Measurement setup

4.2 Measurement apparatus and signal specifications
4.2.1 Transmitter and receiver module
4.21.1 General
For an|accurate measurement of the™“electrode’s performances, physical and electrical
specifications of the modules are detérmined as follows.
4.2.1.2 Size of internal ground plane
An interpal ground plane inside a transmitter and receiver module shall have the samg size as
that of 4 device to whichlaJHBC semiconductor interface is applied.
4.21.3 Amplitude of pulse signal
A pulse|signalfransmitted through an electrode to the human body shall have enough small
amplitude to minimize any potential harmful health effects that may occur during transmitting

the pulsle signal.

If applicable, general regulations to limit human exposure to electromagnetic fields (EMF)

shall be

4214

satisfied.

Interface

Each module shall include an interface for a measurement equipment to measure a pulse
signal in the transmitter module and a processed signal in the receiver module.

4215

Modulation technique

In the transmitter, any modulation technique can be used to transform a synchronization
signal to an optical signal transmitted through an optical cable.
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4.2.2 Synchronization module
4.2.21 General

A synchronization module shall be sufficiently distant from the human body to avoid signal
interference with a pulse signal transmitted through the human body.

4.2.2.2 Demodulation technique

A demodulation technique corresponding to the modulation technique used for a
synchronization signal shall be used to transform an optical signal received through an optical
cable to a synchronization signal.

4.2.3 Measurement equipment

Measurgment equipment including a signal probe shall be prepared to measure apulse signal
in the transmitter module and a processed signal in the receiver module respectively.

The mepsurement equipment shall be synchronized with the pulse signal in transmitter using
a triggef signal generated from the synchronization module.

4.2.4 | Signal specifications
4.2.41 General

The follpwing specifications of the signals that are useddor measurement shall be given.

4.2.4.2 Pulse signal
The follpwing specifications of the pulse signal shall be given:

a) pulsg amplitude;

b) pulsg period;

c) undegrshoot;

d) pulsg width;

e) rising time;

f) falling time;

g) settljng time of falling.

4.2.4.3 Synchronization signal

The follpwing“specifications of the synchronization signal shall be given:

a) pulse amplitude;

b) overshoot;

c) undershoot;

d) pulse width;

e) rising time;

f) falling time;

g) settling time of rising;
h) settling time of falling.
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4.3 Measurement procedure
4.3.1 General

The interface performance is measured according to the following procedure.

4.3.2 Attachment of transmitter and receiver modules

A transmitter and a receiver module, each having an electrode under measurement, are
attached to the human body.

4.3.3 Transmission of pulse and synchronization signals

A pulse| signal that is generated in a transmitter module is transmitted to the human body
through|the electrode. Furthermore, a synchronization signal that is synchronized-to the pulse
signal i$ transmitted to an optical cable for synchronization after being transformed|into an
optical gignal.

4.3.4 Synchronization of measurement equipment

A synchronization module transforms an optical signal transmitted,through an opticpl cable
into a synchronization signal; it then generates a trigger signal té/synchronize a measpirement
equipment to a pulse signal in a transmitter module.

4.3.5 Signal processing in receiver module

A receiVing signal is processed in a receiver module> The signal processing includes signal
amplifichtion and filtering.

4.3.6 Measurement of pulse and processed signal

A pulse|signal in a transmitter module isimeasured using a signal probe in the measprement
equipment; then a processed signal in.a receiver module is measured using the samge signal
probe while synchronization with a ‘pulse signal in a transmitter module is maintained.

4.3.7 Compensation for signal processing

An amgplitude gain by signal processing in a receiver module is compensated to ¢btain a
receiving signal received at an electrode of the receiver module.

4.3.8 Computation of impulse response and complex transfer function

After pulse and receiving signals are respectively transformed into the frequency domain, the
transformeéd_ Teceiving signal is subtracted from the transformed pulse signal to gbtain a

Comp|e transfer function—An impnlen response is obtained hy +ran¢fnrming the gobtained

complex transfer function into the time domain.

4.4 Post processing for electrode performances
441 General

After obtaining an impulse response, A[n], and complex transfer function, H[m], from the
comparison of the pulse and receiving signals, electrical performances shall be calculated as
follows.

4.4.2 In-band average signal-loss

The in-band average signal-loss can be calculated from the complex transfer function as
follows:
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1 &
SLaverage - m m;JH[m] (1)

Here, SL,yerage is the in-band average signal loss, and H[m] is the complex transfer function
with a frequency index m. M and M, represent the frequency band where the signal loss is
averaged.

4.4.3 In-band average phase-shift

The in-band average phase-shift can be calculated from the complex transfer function as
follows:

1 et
PSaverage - mmghlv_[[m] (2)

Here, P¥,yerage is the in-band average phase-shift.

4.4.4 RMS delay

The RMES delay can be calculated from a power delay profile defined as follows:

P(n)= M (3)

ST

n=N,

Here, P[n) is the power delay profile and i[r] is the impulse response. N, and N, are¢ a
index tg represent the time interval where the impulse response is obtained. The RMp delay,
the second central moment, is expfessed as:

1

N, 2

TRMs :ts'[Z(T_Te)Z'P(T)} (4)
=N,

Here, rhus is-the RMS delay, and ¢, is the sampling interval. 7z, is the first momer]t of the
power dlelay profile defined as:

=137 Plr) (5)

=N,

4.4.5 Coherent bandwidth

The coherence bandwidth is a measure of the frequency range over which a frequency
correlation function can be considered flat. The frequency correlation function is defined using
the complex transfer function as follows:

R(Am) = iH[m].H*[m+Am] (6)

m=—0
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Here, R(Am) is the coherent bandwidth. Also, H [m+Am] is the complex conjugate of H[m+Am].
The coherence bandwidth is defined usually as the frequency shift at which the frequency
correlation function has a value corresponding to 90 % of its peak value.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62779, publiées sous le titre général Dispositifs
a semiconducteurs — Interface a semiconducteurs pour les communications via le corps
humain, peut étre consultée sur le site web de I'lEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de I''EC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

+ reconduite,

* supprimée,

» remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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INTRODUCTION

La série IEC 62779 est composée des trois parties suivantes:

I'IEC 62779-1 définit les exigences générales d’une interface a semiconducteurs pour les
communications via le corps humain. Elle inclut des spécifications générales et
fonctionnelles de l'interface.

'IEC 62779-2 définit une méthode de mesure des performances électriques d'une
électrode qui réalise une interface a semiconducteurs pour les communications via le
corps humain.

PIEC 62779-3 définit un type fonctionnel d'une interface a semiconducteurs pour les
commuTications via te corps tumaim et tes conditions operationmettes detimterface]
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
INTERFACE A SEMICONDUCTEURS POUR
LES COMMUNICATIONS VIA LE CORPS HUMAIN -

Partie 2: Caractérisation des performances d'interfagage

1 Domaine d'application

La préi

électriq

es d'une électrode qui constitue une interface a semiconducteurs\p

communications via le corps humain. Dans la méthode de mesure, un émetteur’de
est isolg électriquement d'un récepteur de signaux. Ceci assure le maintien de) l'isolati

I'émette
présent

ur et le récepteur pour mesurer avec exactitude les performances @'Une élect
b partie inclut des spécifications générales et fonctionnelles de fa méthode de

Les compmunications via le corps humain utilisent le corps d'un utilisateur comme su
transmigsion utilisant un couplage en champ proche a l'intérieurcdu corps: un émette

récepte
corps h
corps e

ir de signaux sont couplés I'un a l'autre par un champ proche formé a l'inté

N raison de la constante diélectrique élevée du¢corps humain, et donc un s

données est transmis a travers le corps humain en modulant le champ proche. Un ém

un réce
interne,
terres s
qualité
terres. |
et d'un

pteur de signhaux pour des communicationsivia le corps humain incluent u

d'une transmission de données dépend fortement du degré de couplage e

écepteur de signaux pour mesureravec exactitude les performances d'une él

ente partie de I''lEC 62779 définit une méthode de mesure des perfolmances

pur les
signaux
bn entre
ode. La
mesure.

bport de
ur et un
rieur du

imain et dans I'air. L'intensité du champ proche est‘forte notamment a l'intérieur du

gnal de
btteur et
he terre

et, dans la plupart des applications pouricommunications via le corps humain, les
bnt séparées l'une de l'autre et la condition de couplage dans I'air est maintgnue. La

ntre les

| est donc important de maintenir lg~degré de couplage entre les terres d'un §metteur

bctrode.

La prégente partie définit une méthode de mesure des performances électriques d'une
électrode tout en maintenant le degré de couplage entre les terres d'un émetteur

récepte

NOTE 1

NOTE 2

ir de signaux.

Une interface a semiconducteurs HBC est constituée d'une électrode et d'un circuit analogique

et d'un

rontal.

Des techniques générales de modulation analogique et de modulation numérique peuvent étr¢ utilisées

pour moduler un champ proche utilisé dans des communications via le corps humain et une technique de
modulation a utiliser est_déterminée en fonction des performances exigées pour une transmission de d

une appli

ation pour egdmmunications via le corps humain.

2 Réflérences normatives

bnnées et

LeS dO(JUIIIUIItb bUinlltb DUIIt bitéb CIl IC’I‘U’ICIIKJC dc Illdlliélc IIUIIIIdtiVU, CIl illtégldiit’

ou en

partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les
références datées, seule I’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la derniére
édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

Aucune.

3 Termes, définitions et symboles littéraux

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.
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3.1 Termes généraux

3.11

électrode

structure physique servant a transmettre un signal électrique entre un circuit analogique
frontal et le corps humain, la structure étant fixée au corps humain ou située a proximité du
corps humain

Note 1 a l'article: Une électrode transfére un signal électrique a transmettre a un canal de transmission non
métallique, le corps humain. Elle transfére également un signal électrique regu depuis le corps humain au circuit
analogique frontal.

Note 2 a l'article: La surface d'une électrode peut comporter un matériau adhésif comme pour les électrodes
d'ECG jef bles 3 fixer soi-méme sur le corps ou une surface métallique pour une mise en ceuvre simple. Dans le
cas d'une| surface métallique, le contact entre I'électrode et le corps se fait en fixant I'électrode au corgs a l'aide
d'un disp¢sitif de fixation, par exemple une bande de caoutchouc, ou simplement en touchant I'électrode avec la
main.

[SOURCE: IEC 62779-1: 3.1.1, modifiée — La note 2 a 'article a été ajoutée.]

3.1.2
module|d'émission
module |[de circuits qui géneérent un signal d'impulsions a transmettte)au corps humain|par une
électrode pour mesurer les performances de I'électrode et un\signal de synchronisation de
type opfique a transmettre par un cable optique pour synehroniser le signal d'impulsions
transmig a travers le corps humain

Note 1 a |l'article: Un module d'émission inclut un amplificateur de signal pour amplifier le signal d'impulsions
transmis ¢t un filtre de signal pour éliminer une composante du ‘signal perturbant les autres modules de nesure et
les appargils de mesure.

3.1.3
module|de réception
module |de circuits qui traitent un signal’d'impulsions regu depuis le corps humain par une
électrode pour augmenter la qualité~du signal pour le mesurage des performances de
I’électrode

Note 1 a J'article: Un module de réception inclut un amplificateur de signal pour amplifier le signal d'impulsions
regu et ur filtre de signal pour éliminer un signal de bruit ou d'interférence du signal d'impulsions recgu.

314
module|de synchronisation
module [de circuitss.qui transforment un signal de synchronisation transmis par UE cable
optique [en un signal électrique et générent un signal de déclenchement en utilisant le signal
de syncpronisatien transformé pour déclencher les appareils de mesure

Note 1 a ['article: Un module de synchronisation inclut un émetteur-récepteur optique pour transformerfun signal

optique eRuR-sigRatlectrigueeteeversa-

3.1.5

signal d'impulsions

signal électrique généré dans le module d'émission et transmis au corps humain par une
électrode pour mesurer les performances de I'électrode. La largeur d'impulsion est spécifique
pour inclure une composante du signal dans des bandes de fréquences dans lesquelles les
performances doivent étre mesurées

Note 1 a I'article: La Figure 1 représente un signal d’impulsions et les termes associés.
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Figure 1 — Signal d'impulsions
Note 2 a [larticle: Un signal d'impulsions a une petite largeur d'impulsion pour inclure une composante|du signal

dans une large bande de fréquences.

3.1.6

signal de synchronisation

signal électrique synchronisé sur le signal d'impulsions et transformé en signal optique a
transmettre @ un module de synchronisation par un cable optique pour synchroniser les
modules d'émission et de réception

Note 1 a I'article: La Figure 2 représente un signal de synchronisation et les termes associés.
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Figure 2 — Signal de synchronisation
3.2 Caractéristiques des signaux

3.21

amplitude d'impulsions

PA

amplitude de créte d'un signal d'impulsions en volts

3.2.2

période des impulsions

PP

période de temps des impulsions périodiques en secondes

3.2.3

sous-oscillation

Us

P
amplitude minimale en volts pendant une période transitoire de descente du signal
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3.24

largeur d'impulsion

PW,

intervalle de temps en secondes entre des points auxquels un signal d'impulsions a une
valeur de 10 % de I'amplitude d'une impulsion

3.2.5

temps de montée

RTp

intervalle de temps en secondes nécessaire pour qu'un signal d'impulsions monte d'une
valeur de 10 % a une valeur de 90 % de I'amplitude d'une impulsion

3.2.6
temps de descente
FT

intervalle de temps en secondes nécessaire pour qu'un signal d'impulsions~descende d'une
valeur de 90 % a une valeur de 10 % de I'amplitude d'une impulsion

3.2.7
temps q'établissement de descente
STF
intervalle de temps maximal en secondes nécessaire pour qu'unssignal d'impulsions de¢scende
d'une vpleur de 90 % a une valeur de 10 % ou de -10,%Cde I'amplitude d'une impulsion
pendan{ une période transitoire de descente du signal

3.2.8

amplitulde d'une impulsion
PAg
amplitude de créte d'un signal de synchronisation en volts aprés une période transitoire de
montée |du signal

3.2.9
suroscifllation
oS,
amplitude différentielle en volts entre une amplitude d'impulsion et I'amplitude ge créte
pendani une période transiteire de montée du signal

3.2.10
sous-oscillation
Usg
amplituge minimale en volts pendant une période transitoire de descente du signal

3.2.11
largeur'dimptision
PW

intervalle de temps en secondes entre des points auxquels un signal de synchronisation a
une valeur de 10 % de I'amplitude d'une impulsion

3.2.12

temps de montée

RT,

intervalle de temps en secondes nécessaire pour qu'un signal de synchronisation monte d'une
valeur de 10 % a une valeur de 90 % de I'amplitude d'une impulsion

3.2.13

temps de descente

FT,

intervalle de temps en secondes nécessaire pour qu'un signal de synchronisation descende
d'une valeur de 90 % a une valeur de 10 % de I'amplitude d'une impulsion
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3.2.14

temps d'établissement de montée

STR,

intervalle de temps maximal en secondes nécessaire pour qu'un signal de synchronisation
monte d'une valeur de 10 % a une valeur de 110 % ou de 90 % de I'amplitude d'une impulsion
pendant une période transitoire de montée du signal

3.2.15

temps d'établissement de descente

STF,

intervalle de temps maximal en secondes nécessaire pour qu'un signal de synchronisation
descende d'une valeur de 90 % a une valeur de 10 % ou de -10 % de l'amplitude d'une

impulsigr-pentdanttne-période-transitoire-de-deseente-du-signat

3.3  Slymboles littéraux

Pour lep besoins du présent document, les symboles littéraux donnés dans le Tapleau 1

s’applighent.

Tableau 1 — Symboles littéraux
Nom et désignation Symbole littéral

Amplitude d'une impulsion PAp
Période des impulsions PPp
Sous-oscillation USp
Largeur d'impulsion PWp
Temps de montée RTp
Temps de descente FTp
Temps d'établissement de descente STFp
Amplitude d'une impulsion P4
Suroscillation (OAN
Sous-oscillation US,
Largeur d'impulsion PW,
Temps de moentée RT
Temps de\descente FT
Temps¢d'etablissement de montée STR
Temps d'établissement de descente STF

4 Mesurage des performances électriques d'une électrode

4.1 Montage de mesure

Un montage de mesure tel que celui représenté a la Figure 3 est appliqué pour mesurer les
performances d'une interface tout en maintenant un degré de couplage entre les terres a
I'intérieur d'un émetteur et d'un récepteur de signaux.
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Figure 3 — Montage de mesure

4.2 Appareils de mesure et spécifications des signaux
4.21 Modules d'émission et de réception
4.21.1 Généralités

Pour mesurer avec exactitude les pérformances d'une électrode, des spécifications physiques
et électliques des modules sont.determinées comme suit.

4.2.1.2 Taille du plan de.terre interne
Un plan|de terre interneja l'intérieur d'un module d'émission et d'un module de réception doit
étre del méme taillenque le plan de terre interne du dispositif auquel une intdrface a
semicorjducteurs pour communications via le corps humain est appliquée.

4.21.3 Amplitude des sighaux d'impulsions

Un signakd'impulsions transmis au corps humain par une électrode doit étre d'amplitude
suffisamment petite pour réduire le plus possible tous les effets pouvant étre dangereux pour
la santé pouvant apparaitre pendant la transmission du signal d'impulsion.

Si des réglementations générales pour limiter I'exposition de I'hnomme a des champs
électromagnétiques existent, elles doivent étre respectées.

4.2.1.4 Interface

Chaque module doit inclure une interface pour un appareil de mesure pour mesurer un signal
d'impulsions dans le module d'émission et un signal traité dans le module de réception.

4.21.5 Technique de modulation

Dans I'émetteur, toute technique de modulation peut étre utilisée pour transformer un signal
de synchronisation en un signal optique transmis par un cable optique.
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